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证券代码：002815           证券简称：崇达技术               编号：2024-005 

 

崇达技术股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

投资者关系活

动类别 

√特定对象调研                           □ 分析师会议 

□ 媒体采访                               □ 业绩说明会 

□ 新闻发布会                             □ 路演活动 

□ 现场参观  

√其他 （线上会议） 

参与单位名称 

国信证券、交银施罗德基金等机构。 

（注：接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规

定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。） 

时间 2024 年 3 月 1 日 

地点 广东省深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街 16 号 

上市公司接待

人员姓名 
证券事务代表：朱琼华 

投资者关系活

动主要内容介

绍 

 

1、公司目前产能利用率如何？ 

公司目前整体产能利用率 80%左右，深圳工厂、江门工厂受部分订单影响，目前产能

和产品交期较紧张。 

 

2、公司在手订单情况如何？ 

公司生产经营正常，订单能见度一般在 3 个月左右。公司的目前在光电、汽车、手

机、服务器、电脑等行业订单增速较快，其他行业整体需求变化较小。 

公司有较强的产品、成本和价格竞争力，公司发展方向在于大市场、大行业、大客

户、大订单，公司将继续加大国内外客户拓展力度，加强销售团队建设，以加快新客户

导入以及原有客户供应份额的提升，为快速填满新开工厂产能做好准备。 

 

3、公司崇达转 2的转股价格为什么不向下修正？ 

公司综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长

期发展潜力与内在价值的信心，于 2024 年 2 月 23 日召开董事会审议不向下修正“崇达

转 2”的转股价，同时在未来六个月内也不行使下修权利，下一触发转股价格修正条件的
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期间自 2024 年 8 月 24 日重新起算，若再次触发“崇达转 2”转股价格向下修正条款，

公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“崇达转 2”转股价格的向下修正权

利。请关注公司后续发布的相关公告。 

 

4、珠海二期目前进展如何？ 

珠海崇达二期（含珠海二厂和三厂）为公司 2022年非公开发行股票的募投项目，两

座新厂房已封顶，主要定位于高多层板、HDI 板、软硬结合板等高端板产品，重点应用于

通信、服务器、智能手机、电脑等领域。珠海二厂目前在加快机器设备进厂调试验收等

系列工作，预计于 2024 年第一季度试产，新增高多层 PCB 板产能 6 万平米/月，主要应

用于通讯等领域。珠海二厂的投产将为公司快速发展提供强有力的保障。 

 

5、公司目前覆铜板等原材料价格情况怎样？ 

公司主要原材料包括覆铜板、铜球、半固化片和氰化金钾等；原材料受铜、石油和

黄金的价格影响较大。目前公司主要原材料整体价格较去年同期有所下降，目前处于历

史相对低位，近期有小幅向上波动，受市场供需影响，大幅上涨的可能性较低。 

 

6、公司 2023 年前三季度存货减值的原因？第四季度存货减值情况如何？ 

公司 2023 年 1-9 月存货减值损失增加 5,434 万元，主要是市场竞争加剧，产品单价

下降，基于谨慎性原则，公司按照会计准则要求计提相应存货减值，按成本与可变现净

值孰低原则计提。同时考虑库存时间及影响，目前对发出商品及库存商品等库存时间超

过 6 个月的，全额计提存货减值；但对中兴的这部分发出商品及库存商品，因有一定补

偿等，按未能补偿损失予以计提存货减值。如未能补偿损失金额小于按成本与可变现净

值孰低原则时，按成本与可变现净值孰低原则计提。后续资产减值情况详见公司发布的

相关定期报告或公告。 

 

7、公司是否有在东南亚布局产能的规划？如何评估国内产业链外迁对内资产业的

影响？ 

公司正在做这方面的考察和评估，如有进展公司会第一时间发布相关公告。 

 

8、公司目前在服务器的生产情况和未来规划如何？ 

公司 2023 年 1-9 月在服务器行业接单额同比增长 47.5%，增速较快。公司目前主要
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客户有中兴、新华三（H3C）、云尖、宝德等客户，产品主要应用于超级计算机、服务器

主板、存储设备、GPU（图形处理器，Graphics Processing Unit）等产品。Whitley 平

台已批量发货，目前正在配合客户进行新一代 Eagle Stream 平台以及其他 AI 服务器 PCB

产品的小批量试制。公司的子公司深圳崇达长期致力于生产服务器品质所需的高可靠性、

高稳定性、高容错能力等高速板、高多层板等，具备大批量生产能力。 

 

9、汽车电子目前客户导入情况如何？明年汽车电子订单预期怎样？ 

汽车电子方面，公司目前主要有松下（Panasonic）、普瑞均胜、泰科电子 (TE 

Connectivity)、零跑汽车、比亚迪、LG 麦格纳（LG Magna）等客户，产品主要应用在电

子驱动系统、中控系统、车身电子、通讯娱乐系统等。 

公司继续通过“最好、最快、最便宜”的竞争策略，保持公司在品质、交期、价格

等方面的综合竞争优势，持续为客户创造价值。2023 年 1-9 月，公司汽车电子接单额同

比增长 14%，加大了原有客户的供应商份额占比并导入了新客户，根据与客户的沟通及

自身汽车电子产能释放进度，预计 2024 年汽车电子订单能有较快增长。 

 

10、子公司三德冠目前业绩是否好转？ 

三德冠通过积极完善生产工艺和销售渠道，与国产品牌共同发展，经营能力持续改

善，目前根据客户需求持续交付应用于 Mate 系列、X5 折叠屏手机、平板电脑等方面的

柔性线路板产品。受客户新手机、平板电脑等产品需求影响，2023 年 1-9 月收入同比增

长 44.86%，月产品出货量持续提升，盈利能力持续改善。 

公司会继续加大对三德冠在生产技术、管理经验、采购渠道、客户资源等方面支持，

以加快三德冠经营效益的改善。 

 

11、子公司普诺威的先进封装基板进展如何？ 

关于新产能：控股子公司普诺威专注于 BT 载板产品的研发生产，在深耕 MEMS 类

载板市场的基础上，依靠多年累积的客户资源和产品经验，完成传统封装基板向先进封

装基板的转型，投资 4 亿元新建了 m-SAP 制程生产线，主要聚焦于 RF 射频类封装基板、

SIP 封装、电源模块管理、光通讯等细分领域市场。2022 年第四季度，SIP 封装基板事业

部一期产线成功通产，二期 m-SAP 新产线已于 2023 年 9 月连线投产，目前产能正在爬

坡中。针对 m-SAP 线的产品，普诺威正集中力量开发封装类半导体公司，目前已经完成

华天科技、立讯精密等封装类的载板资格认证，并进入日月光半导体、诺思等供应商序
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列，其他客户正在同步开发中。 

关于经营情况变化：市场的需求从 2023 年 5 月份开始缓慢恢复，2023 年前三季度

的净利润逐季提升，盈利能力持续改善。 

 

附件清单（如

有） 

珠海崇达三个工厂目前的情况详见下图： 

   


